Title: | NTERPOSER FOR A SEM CONDUCTOR MODULE. SEM CONDUCTOR PRODUCED USI NG :
SUCH AN 1NTERPOSER AND METHOD FOR PRODUCI NG SUCH AN | NTERPCSER [err]

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

11111 e

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Intemationales Biiro

. *G00002*
(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale Verdiffentlichungsnummer

6. Juni 2002 (06.06.2002) PCT WO 02/045162 A3

(51) Internationale Patentklassifikation’: HOIL 23/13, (72) Erfinder: HEERMAN, Marcel; Azalcastr. 6. B-9200

21760, 23/498, 23/31 Merelbeke (BLE).
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DEO01/04287 (81) Bestimmungsstaaten (national): CN. JP, KR, SG.
(84) Bestimmungsstaaten (regional): curopidisches Patent (AT,
(22) Internationales Anmeldedatum: BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
15. November 2001 (15.11.2001) NL, PT, SE, TR).
(25) Einreichungssprache: Deutsch  Erkliirung gemifl Regel 4.17:
—  hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
(26) Verbffentlichungssprache: Deutsch bean-lragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii} fiir alle
Bestimmungsstaaten
(30) Angaben zur Prioritit: Veriffentlicht:

100591760 29. November 2000 (29.11.2000)  DE  — pjf jnternationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen
[DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 Miinchen (DE). eintreffen

[Fortsetzung auf der nichsten Seite]

(54) Tidle: INTERPOSER FOR A SEMICONDUCTOR MODULE, SEMICONDUCTOR PRODUCED USING SUCH AN IN-
TERPOSER AND METHOD FOR PRODUCING SUCH AN INTERPOSER

(54) Bezeichnung: ZWISCHENTRAGER FUR EIN HALBLEITERMODUL, UNTER VERWENDUNG EINES DERARTIGEN
ZWISCHENTRAGERS HERGESTELLTES HALBLEITERMODUL SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DER-
ARTIGEN ZWISCHENTRAGERS

\\\\ ﬂk\‘\\\\\\\\‘ ”’O\\\\\\\\‘/” \'\\

IN/B A/ A

14 18 17718~ 16 1§ 15 18 14

(57) Abstract: The invention relates to an interposer for a semiconductor module that consists of a carrier base (10) in the form of
a film on whose upper face a semiconductor component (2) and its component interconnectors (21) are directly applied. From the
lower face of the carrier base (10) throughbores (11) are introduced in such a manner that the component interconnectors (21) of the
semiconductor component are exposed. The throughbores are contacted with the component interconnectors of the semiconductor
component by way of a metallized layer (12, 22). The walls of the throughhores (11) are then exposed from the lower face of the
support base by annular notches (14) so that chimney-shaped, recessed studs (15) are produced that form the external connections
for the module for providing the contacts on a printed circuit hoard.
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(57) Zusammenfassung: Der Zwischentriiger lir ¢in Halbleitermodul besteht aus einem Trigerkorper (10 in Form einer Folie, auf
~ deren Oberseite eine Halbleiterkomponente (2) mit ihren Bauteil-Anschlulelementen (21) unmittelbar aulgebracht wird. Von der
Unterseite des Tridgerkorpers (10) werden Durchgangsldcher (11) so eingebracht, daB3 die Bauteil-Anschlufelemente (21) der Halb-
leiterkomponente [reigelegt werden. Die Durchgangslécher werden durch eine Metallisierung (12,22) mit den Bauteil-AnschluBele-
menten der Halbleiterkomponente kontaktiert. AnschlieBend werden die Winde der Durchgangslécher (11) von der Unterseite des
Tragerkorpers her durch ringtérmige Linkerbungen (14) freigelegt, so daBl kaminlormige, verticfte 1ldcker (15) entstehen, dic als

AuBenanschliisse fiir das Modul zur Kontaktierung auf einer Leiterplatie dienen.
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